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接着剤検査における課題

光源：特徴を明瞭化し、背景差による影響を低減

カメラ：高解像度を維持しながら高速画像取得を実現

装置安定性：高精度と高速検査の両立

部品の高密度化：複雑な用途に対応する演算速度の向上

透明材を含む各種材料の欠陥検査

接着剤幅測定／過剰塗布・部品間距離検査／塗布後検査
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光学検査における課題

自社開発ソフトウェア：蛍光接着剤、透明接着剤、黒色基材／接

着剤、金端子汚染などに対応

自社開発ハードウェア：多変量光源、高解像度、広い検査範囲、

カメラレンズ、機構設計
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XI-500の特長と仕様

レンズ：1,200万画素

検査範囲：400 × 320 mm

分解能：6.9 �m

光源：RGB＋同軸照明

処理能力（5 �m）：15 cm²/秒

GUI／統計的工程分析システム

外形寸法：870 × 1484 × 1150 mm

マルチタスク：1～4ワークステーション
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仕様一覧

処理能力：15 cm²/秒／検査範囲：400 × 320 mm

最小部品サイズ：03015（高解像度モジュールは0201）

最大部品高さ：基板上30 mm／PCB配線幅上限：2 mm

検出対象：接着剤不足・過剰、気泡、汚れ、部品との距離

測定Gage R&R：10%未満（03015まで）

分解能：6.9 �m／視野：24 × 18 mm

プログラム編集：オンライン／オフライン

反り補正：±5 mmまで／基板厚：0.5～5 mm

装置寸法：870 × 1500 × 1050 mm／重量：550 kg

電源：単相AC 220 V、50/60 Hz、20 A
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XI-500の優位性

以下、光源、画像処理、検査ソフトウェアおよび適用事例を紹介

します。
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XI-500の照明特長

RGB照明と同軸照明を組み合わせ、対象材料や欠陥の特徴を強調

します。
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照明比較

XI-500独自の照明・カメラ構成により、一般的なRGB照明では判

別しにくい特徴を可視化します。
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SMT欠陥検査

ショート、はんだ不足、部品浮き、部品欠品

反転、部品回転、マンハッタン現象（立ち）、位置ずれ／回転を

検出
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ソフトウェアと照明制御

照明条件と検査領域をソフトウェア上で設定し、対象に合わせた

検査レシピを作成できます。
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プログラミング機能

テンプレート：GUI上に実画像を自動表示し、比較を容易にしま

す。

データベース：登録済み部品を自動位置合わせし、プログラミン

グ時間を短縮します。

生産中編集：装置を停止せず、オンラインで検査プログラムを編

集できます。

表示項目：部品パターン、判定リスト、実画像
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画面構成

全体画像、拡大画像、テンプレート一覧、部品サンプルを一画面

で確認できます。
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フリップチップ／アンダーフィル検査事例
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アンダーフィル検査

塗布前／塗布後の顕微鏡画像とXI-500画像を比較

強調アルゴリズムにより、接着剤と部品の距離、過剰塗布、塗布

不足、未塗布、汚染を判定可能
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繰返し測定検証

1. 測定部位を選定し、繰返し性を検証

2. 対象領域の接着剤距離を個別測定

3. 10回の繰返し測定を実施

基準点／測定部位／回数／距離
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測定結果の照合

前頁のXI-500測定値をエンジニアリング顕微鏡で確認し、実際の

状態との整合性を検証しました。

結果：254 �m（顕微鏡とXI-500を比較）
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FCBGA フラックス検証

無色フラックスを一般RGB照明とXI-500独自のカメラ＋照明で比

較

一般RGB照明ではPAD上の差がわずかで、はみ出したフラックス

は背景との差がなく検出困難です。

XI-500独自照明では明瞭に識別でき、未塗布やはみ出し等の不良

を検出できます。
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FCBGA フラックス不良検査

測定項目：フラックス未充填、はみ出し

右下角の未充填およびはみ出しを検出
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FCBGA フラックス不良検査

測定項目：フラックス未充填、はみ出し

中央部の未充填を検出
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FCBGA フラックス不良検査

測定項目：フラックス未充填、はみ出し

フラックス未塗布を検出
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補足資料

適用可能な検査項目と実例
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適用検査項目

アンダーフィル幅：IC周辺およびIC角部の被覆

フラックス塗布：C4 Bumping周辺および内部の被覆

基板端部：基板周辺および角部

BGA不良：ボール損傷、ボール欠損

SMT部品不良：部品欠品、部品位置ずれ
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アンダーフィル検査例

Die周囲に検査枠を設定し、Max Min Lengthアルゴリズムで接着

剤幅の上下限を算出します。

日本語参考訳  |  24 / 34



アンダーフィル検査例

Die角部のR形状に検査枠を設定し、Max Min Lengthアルゴリズム

で接着剤幅の上下限を算出します。
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フラックス塗布検査例

C4 Bumping領域に検査枠を設定し、専用アルゴリズムで色差を

フィルタリングします。
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フラックス塗布検査例

C4 Bumping領域に検査枠を設定し、Padを対象に専用アルゴリズ

ムで色差をフィルタリングします。
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基板検査例

基板角部のR形状に検査枠を設定し、アルゴリズムにより露出銅／

チッピングを検出します。
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基板検査例

基板角部に検査枠を設定し、アルゴリズムにより露出銅／チッピ

ングを検出します。
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BGA不良検査例

BGA領域に検査枠を設定し、アルゴリズムによりボール欠損また

は破損を検出します。
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SMT部品検査例

SMT部品上に検査枠を設定し、アルゴリズムにより部品欠品を検

出します。

日本語参考訳  |  31 / 34



SMT部品検査例

SMT部品上に検査枠を設定し、アルゴリズムにより部品位置ずれ

を検出します。
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まとめ

XI-500独自照明は一般RGB照明の不足を補い、接着剤の特徴を明瞭化

します。

接着剤不足や塗布不良の検出率を向上し、塗布工程を変更せず不良を検

出できます。

黒色接着剤・白色接着剤の両方に対応します。

SMTを含む類似製品の外観欠陥検査にも適用できます。

CAD（テキスト形式）を利用し、段階式で容易に新規プログラムを作成

できます。

多様な塗布検査ニーズに対応する光源を継続開発しています。

Jet-MICとの検査結果連携、または他工程設備との連携が可能です。
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ありがとうございました
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